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二、说明、目录、图表目录

 碳化硅（SiC）为第三代半导体材料，在大自然中以莫桑石（moissanite）这种稀罕的矿物的

形式存在，与其它第三代半导体材料相比，碳化硅具有更高的饱和电子迁移速度、更高的热

导率和更低的导通阻抗。另外，碳化硅基功率器件在开关频率、散热能力和损耗等指标上也

远好于硅基器件。

国际层面，全球碳化硅器件市场格局仍由海外巨头主导。2021年全球导电型碳化硅功率器件

市场规模为10.90亿美元，市场份额由海外巨头意法半导体、Wolfspeed、罗姆、英飞凌、三菱

电机、安森美等厂商垄断，全球TOP6占据99%的市场份额。  

国内方面，2017-2021年，中国碳化硅基电力电子器件应用市场快速增长。2021年中国碳化硅

电力电子器件应用市场规模达到71.1亿元，同比增长51.9%。根据测算，2022年中国碳化硅功

率器件应用市场规模约96.5亿元。目前，碳化硅半导体主要应用于以5G通信、国防军工、航

空航天为代表的射频领域和以新能源汽车、&ldquo;新基建&rdquo;为代表的电力电子领域，在

民用、军用领域均具有明确且可观的市场前景。  

目前，我国&ldquo;十四五&rdquo;规划已将碳化硅半导体纳入重点支持领域，随着国

家&ldquo;新基建&rdquo;战略的实施，碳化硅半导体将在5G基站建设、特高压、城际高速铁

路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心等新基建领域发挥重要作用。  

以氮化镓、碳化硅等为代表的第三代半导体材料是微波射频、功率电子、光电子的&ldquo;核

芯&rdquo;，满足国防安全、信息安全、智能制造、节能减排、产业升级等国家重大战略需求

。大力发展碳化硅产业，可引领带动原材料与设备两个千亿级产业，将助力我国加快向高端

材料、高端设备制造业转型发展的步伐。  

中企顾问网发布的《2024-2030年中国碳化硅市场深度评估与投资方向研究报告》共十二章。

报告首先介绍了碳化硅的基本概念、影响国内碳化硅发展的经济环境、国际环境、政策环境

、技术环境及产业环境。接着分析了碳化硅产业链结构、国内碳化硅行业的发展状况及碳化

硅进出口规模，然后对碳化硅器件的重点应用领域进行了系统分析，还对国内外碳化硅重点

企业做了详实的解析，最后对其投资状况和发展前景做了科学的分析和预测。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、中国半导体行业协会、中企顾问网、中企

顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的

分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对碳化硅行业有个系

统深入的了解、或者想投资碳化硅项目，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。  
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